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１．概要（Summary） 

信頼性試験に投入した半導体 IC チップを、熱処理す

ることで VOUT特性の変動傾向を確認した。熱処理の実施

に伴い、600 °C まで加熱可能で温度及び時間をプログラ

ム可能な共用装置イナートガスオーブンを使用した。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

イナートガスオーブン INH-9CD 
 
【実験方法】 

試料となる小片化されたチップは投入時間の条件を 50 
h、200 h、300 h に振り信頼性試験に投入した。信頼性

試験投入後マニュアルプローブにてVOUTを測定し、比較

対象となるリファレンスサンプルと共にポリイミド樹脂のトレ

ーに乗せイナートガスオーブンに投入した。熱処理の温

度プロファイルを Figure 1 に示す。 
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Figure 1  Program pattern 

 

その後マニュアルプローブにて熱処理を施したサンプ

ルの VOUT 特性を確認した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
信頼性試験サンプルの変動傾向を示した結果を

Figure 2 に示す。信頼性試験の投入時間が長いサンプ

ルほど熱処理後の VOUT 特性の変動量が大きくなることを

確認した。 

 

Figure 2  Result of VOUT 
今回の経過確認では熱処理の温度、時間を振っておら

ず別条件の変動傾向が未確認のため、追加実験が必要

だと考える。 
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